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TRENDY

Dve jadra

Uz deset let pofada spolecnost Intel forum o novych technologiich. Letosni Intel Developer Forum (IDF) se
konalo koncem zafi v San Francisku, za¢atkem fijna pak dokonce poprvé v Praze. Jde o setkani, které
urcuje smér vyvoje celého komunikacniho a pocitacového primyslu i jednotlivych produktl a feseni, a to
nejen firmy Intel. Reé byla tentokrat samoziejmé predevsim o procesorech.

Text: Pavel Trousil

irma Intel neni jen vyrobcem procesor(,

zakladnich desek a dalsich komponent.
Do zna¢né miry uréuje trendy v celém IT prd-
myslu a jak sama, tak ve spolupraci s ostatni-
mi vyrobci vytvafi nové technologie a standar-
dy, jako napfiklad rozhrani (USB), sbérnice
(PCI, PCle) ¢i formaty desek (ATX). Ne vzdy je
Gspésna - napriklad format zakladnich desek
BTX se neprosadil. Ale pojdme k tomu, co bylo
zajimavého na poslednim IDF.

Intel je predev§im vyrobcem procesord -
a o téch byla fe¢ nejvice. Novy dvoujadrovy
procesor Core 2 Duo byl vychvalovan (a cel-
kem opravnéné) az do nebes. Jesté v listopa-
du tohoto roku se vSak uz dockame dokonce
Gtyfjadrovych procesord. Ty jsou konstruova-
ny tak, Ze obsahuji dva dvoujadrové proceso-
ry spojené pomoci sbérnice - jde tedy v pod-
staté o dva dvoujadrové Core 2 Duo vedle
sebe v jenom Cipu. Intel tvrdi, Ze je to vyhod-
néjsi nez vyrabét jeden vétsi Cip
se Ctyfmi jadry - s dvéma je vyssi

inside

vytéznost pfi vyrobé. DUlezité je ale to, Ze
procesorova patice zUstava stejna.

Jako prvni se objevi procesory oznacené
Intel Core 2 Extreme QX6700 (frekvence
2,66 GHz, 2x 4 MB L2 cache, FSB 1066 MHz)
a Intel Xeon 5300. V lednu budou nasledovat
dostupnéjsi verze z rady Intel Core 2 Quad
a dalsi modely Xeon.

S poctem jader (nebo i procesortl) neroste
samoziejmé vykon linearné, znacny nardst
vykonu vSak Ize ocekavat predevSim u apli-
kaci, které dokazou vice jader vyuZit (Intel
uvadi az 67% narlst vykonu). Na IDF byl ¢tyr-
jadrovy procesor testovan pomoci testu Cine-
Bench (test 3D animacniho programu Cine-
ma 4D) a srovnan s dvoujadrovym Core 2
Duo. Pfi renderovani si kazdé jadro vezme na
starost Cast obrazu, takZe jejich vyuziti je
v tomto pfipadé znacné. Doufejme jen, Ze
dobfe napsanych aplikaci pro vicejadrové
procesory bude pribyvat (pfedevS§im her je
zatim malo, takZe hracim nebude Quad Core
Kk nicemu). Pro ty, kterym by se zdalo, Ze dalsi
vykon uz nebudeme potiebovat, jen pripomi-
nam systém Vista, stéle realis-

vysokém rozliseni...

Ctyfmi jadry to samoziejmé
nekondi, i kdyZ na néjakou dobu
se vyvoj ha tomto poctu zastavi.
Na rok 2008 planuje Intel pro-
cesor s kddovym jménem Neha-
lem (s novou mikroarchitekturou
a vyrabény 45nanometrovou
technologii) a na rok 2010 Ges-
her (opét nova mikroarchitektu-
ra a 32nm vyrobni postup). ,Do
konce tohoto desetileti zajistime
0 300 procent vySSi vykon na
jeden watt, neZ jakym se mohou
pochlubit dnesni procesory,*

uved! na IDF Paul Otellini, prezident a CEO spo-
le€nosti Intel.

Zajimavy je i funkéni laboratorni prototyp
JTeraflop na ¢ipu“, pomoci néhoz chtél Paul
Otellini na IDF demonstrovat platnost Mooro-
va zakona. Na jednom 8O0jadrovém cCipu
s plochou 300 mm? se koncentruje vykon
jednoho teraflopu (1 bilionu operaci s plo-
vouci desetinnou ¢arkou za sekundu). Jadra
jsou jednoducha a pracuiji na frekvenci 3,1 GHz.
Komer¢ni vyuZiti je zatim hodné vzdaleno,
ale je to prvni krok, jak dostat takovyto vykon
do PC nebo serveru. Pocita¢ ASCI Option Red
Supercomputer (vyrobeny pred 11 lety)
s timto vykonem pfitom zabral 200 m?, skla-
dal se z 200 skiini a vyuzival 9216 proceso-
rd Pentium Pro.

Na pfisti rok planuje Intel zménu i v mobilnim
segmentu. Chysta se nova verze Centrina
(k6dové jméno Santa Rosa) - rychlejsi (vysSsi
frekvence a rychlejsi FSB) a Uspornéjsi pro-
cesor (déle naptiklad zlstane v rezimu
Enhanced Deeper Sleep), novy Cipset s rych-
lejSi grafikou i bezdratova sitova karta (Ked-
ron). Konkrétné ma podporovat standardy
IEEE 802.11 a/b/g a nové i 802.11 n
(WiIMAX). NEékteré soucasné 802.11n produk-
ty zatim nepracuji dobfe s Wi-Fi, coZ by se
mélo zménit. Intel také spolupracuje s fir-
mou Nokia na integraci mobilni technologie
3G do cipsetu. Do notebooku by pak stacilo
jen vlozZit SIM kartu.

Nova mobilni platforma bude rovnéz vyba-
vena NAND flash akceleratorem (kédové
oznacovanym Robson), ktery umozni rychlej-
§i start systému a aplikaci a rychlejsi navrat
z hibernace do provozu. Flash pamét bude
patrné na zakladni desce.

Intel se na konferencich hodné vénoval
i spravé pocitacli na dalku, konkrétné plat-
formé vPro a technologii ATM (Active Mana-
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Teraflop na ¢ipu: Na jednom 80jadrovém &ipu s plochou 300 mm? se
koncentruje vykon jednoho teraflopu. Jde zatim jen o funkéni prototyp.
Pied 11 lety obstaral stejny vykon supercomputer s 9000 procesory Penti-
um Pro (vpravo).

- gement Technology). Na dalku Ize pocita¢ zapnout, bootovat a podob-
né, coz by v budoucnu mélo byt mozné pravé i u mobilnich pocitact
s bezdratovou sitovou kartou.

Kvali mobilité tak jiZ neni nutné pfinaset Zadné obéti, uved! na IDF
David Perlmutter, senior viceprezident a generalni feditel Mobility
Group spolecnosti Intel. Mobilni pocitace by tedy skoro ve véem mély
stacit tém stolnim.

Intel nekonéi ani s UMPC (Ultra mobile PC), mobilnimi pocitaci men-
Simi nez notebooky, ale vSestrannéjSimi nez PDA. UMPC jsme vam
predstavili v ¢isle 5/20086. V prvni poloviné pristiho roku se objevi nova
generace téchto zafizeni. Procesor pro UMPC méa mit asi poloviéni spo-
tfebu dnesnich procesorl pro prenosné pocitace.

USB bez dratu

Prvni bezdratové - Wireless USB (WUSB) - produkty se uz sice proda-
vaji, 0 masovém nasazeni vSak zatim rozhodné nelze hovofit. To by se
mélo rychle zménit, protoze Wireless USB ma své prednosti. V roce 2010
se podle progndz Intelu uZ maji roéné prodavat az stamilony téchto pro-
duktu. Rychlost by se ze souCasnych teoretickych 480 Mb/s méla
v budoucnu zvysit az na 1 Gb/s. Bezdratové pfipojit se mize az 127 zafi-
zeni - bezdratové USB pracuje podobné jako Wi-Fi, ale na kratsi vzdale-
nosti (asi tfi metry). Jedna se pfitom o rlizna USB zafizeni, a to jak sta-
vajici (napfiklad pomoci bezdratovych USB hubu), tak uz pfimo s WUSB.
Napriklad firma Seagate pfedstavila na IDF externi 2,5" pevny disk
s timto rozhranim. Bez pfipojovani kabelll byste tak napfiklad monhli
snadno zalohovat svuj notebook. Disk ma malé rozméry a kapacitu
120 GB, v bézném prodeji vSak zatim neni. Koupit si uz ale mlzete
tfeba bezdratovy USB hub firmy Belkin (CableFree USB hub). m = =

CHIP

LISTOPAD

Néstup je
zatim p ly, ale pF¥ te si moznost pfipo-
jovat USB zafizeni bez kabelu. Firma Seagate

predstavila na IDF externi disk s WUSB a exis-

tuje uz i napfiklad bezdratovy hub firmy Belkin.
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